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工 业 和 信 息 化 部
电 子 工 业 标 准 化 研 究 院

电标培〔2021〕082 号

关于举办“电子产品工艺工程师”培训班的通知

各相关单位：

工艺管理是企业积极应用新技术、新工艺、新材料，改善品种质量，提升产

品档次和服务水平，研究开发具有核心竞争力于一体的创新型企业。但目前多数

企事业单位缺乏工艺设计和工艺管理人才。现有的工艺技术人员也面临知识老化

的现象，因此有必要进行继续教育，更新工艺管理知识和增强工艺设计人员素质。

工业和信息化部电子工业标准化研究院培训中心是工业和信息化部教育与考试

中心批准建立的“全信息技术人才培养工程培训基地”，并被授权指定“电子产

品工艺工程师”职业技术教育的培训机构，面对国家和社会的需求，工业和信息

化部教育与考试中心启动实施“电子产品工艺工程师”职业教育，目标就是培养

“规划、实施、管理兼备”专业人才。工业和信息化部电子工业标准化研究院培

训中心决定举办“电子产品工艺工程师”培训班。现将相关事宜通知如下：

一、培训内容

（一） 电子产品发展概述

1、电子产品类型与分类； 2、电子元器件及封装技术发展；

3、工艺材料应用发展； 4、电子产品生产的应用标准。

（二） 电子产品工艺技术

1、电子元器件工艺技术 2、PCB制作工艺技术；

3、板级电路组装工艺技术； 4、整机装配工艺技术；

5、可靠性应用； 6、工装夹具制作工艺；

7、清洗工艺技术。

（三）检验检测技术应用

1、PCB的质量控制； 2、元器件的质量控制；

3、工艺材料的质量控制； 4、工装夹具的质量控制；
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5、工具的质量控制； 6、工艺工序质量监控；

7、产品质量检测； 8、可靠性试验与失效分析。

（四）电子产品生产的工艺管理

1、工艺环境的策划及控制； 2、生产线规划及布局；

3、工艺及检测装备性能评估； 4、工艺文件的编制与管理；

5、外包控制； 6、新产品工艺应用的管理；

7、生产作业平衡； 8、工艺定额及成本控制；

9、现场的工艺管理； 10、工艺试验与验证；

11、工艺过程改进与完善。

（五）电子产品生产的质量控制；

1、质量控制点的设置； 2、生产线的工序质量监控

3、统计过程控制应用； 4、工序质量指标及评价；

5、工序及产品的质量故障分析。

（六）工艺可靠性保障

1、工艺可靠性内涵； 2、设计保障（DFM/DFT）

3、物料保障； 4、过程工序保障；

5、设备及工装保障； 6、基础设施保障；

7、现场管理； 8、法规及规范约束。

二、培训目的

1、掌握较先进、全面的电装工艺技术及装备的发展及应用；如产品、元器件

及焊接材料应用发展趋势、板级电路产品生产工艺技术应用（含关键装备、参数）。

2、了解并实施现代电子产品生产工艺规划、设计；合理策划符合产品元器件

布局布线特征的工艺流程、关键工序特点、技术应用基础和要求。

3、指导实施规范化的电装工艺、工序管理；如工艺应用环境要求、静电控制

策略、物料控制要点、生产物流及生产线配置、工艺应用要点、工艺文件（工艺

规程、作业指导书）编制要求等。指导建立健全新产品的工艺研制、工艺试验的

管理策略和方法。

4、熟知并掌握当代检验、检测技术发展及其应用；如检验检测要点、特点及

注意事项、关键主流检测技术（自动光学检查、X光检测）、电路故障分析检
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测技术（金相分析、墨水验证、热分析等）。各类检测技术应用的特点及综合

应用分析。

5、电子产品生产质量控制要素及技术应用；围绕主流工艺流程、关键工序剖

析组装焊接工艺故障分布特点，结合检验检测技术及装备应用特色，确立产品质

量的各类指标衡量的方法，形成高效、高故障覆盖率质量控制规划着手点。

6、确保产品从设计开始即考虑产品制造的工艺保障，清楚产品失效的主要因

素和根本机理，抓住电子产品的失效根本点，从源头入手以保障产品可实现、质

量及可靠性有保证的前提下，缩短产品研发周期、加快研制的有效方法——面向

制造/测试的设计从电子产品可靠性基本要素及构造特点出发，指明产品设计、

研发阶段如何结合产品制造工艺（流程、工序、检验、检测）特点，建立及形成

围绕产品性能及结构特点的可制造性/测试性的设计规范，从而实现一次设计、

制造成功的最高目标。

三、培训对象

科研院所、技术机构企事业单位有关工艺管理、设计、技术人员；生产及质

量管理；电装车间管理者；产品板级（PCB）产品设计人员。

四、培训老师介绍

张老师：高级工程师，从事电子组装工艺管理、工艺技术应用及质量管理研

究工作15年。作为项目负责人承担了总装、科工局、中电科技集团多项工艺、质

量控制课题的研究工作多年，熟悉各类电子产品组装焊接工艺、电子元器件、工

艺检测装备的应用，掌握电子产品组装先进制造技术、工艺标准应用的发展趋势，

多次参与研究所及企业的生产线工艺装备的选型、技术考察及验收评定工作，具

有多类电路设计（EDA）、工艺与检测装备、ERP、电装车间级管理信息化软件的

系列培训及实施经历，并受邀参与《军用表面组装电子元器件手册》的讨论和编

审、《表面贴装术语》标准修订稿的编审、《国防科技名词大典》“先进制造技

术专辑”部分词条的撰写、修订工作，历年来发表工艺研究论文多篇，具有丰富

的电装工艺理论和实践经验。

五、培训时间、地点：（具体地点开课前一周内通知）

2021年 09 月24-27日（24日报到） 北 京

六、培训费用：

每位学员交纳费用：3800元/人（含研修费、资料费等），食宿统一安排，
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费用自理。

七、培训证书：

培训结束并考核合格者，由工业和信息化部教育与考试中心颁发《电子产品

工艺工程师》职业技术证书。该证书可在工业和信息化部教育与考试中心网站上

查询（http://www.ceiaec.org/）。

八、报名须知

具体承办工作由北京国质联企业管理中心负责，请参加培训的学员认真填写

报名回执表，以电话、微信、传真及邮件的方式反馈至我中心。

联 系 人：杨 东 张筱悠

联系电话：010-84615372 010-64102658

传 真：010-84831916

九、收款单位

单位名称：北京国质联企业管理中心

开户银行：中国工商银行北京香河园支行

开户帐号： 0200019109000011349

工业和信息化部电子工业标准化研究院

培训中心

2021 年 08 月 20 日


